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Ⅰ なぜPbフリーなのか

Ⅱ Pbフリー化の問題点

１．ウィスカの発生（回路ショート）

２．強度の低下

『『PbPbフリー化に貢献する貴金属めっきフリー化に貢献する貴金属めっき』』
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なぜ、Pbフリーなのか

• 現状使われている半田→鉛を含む
⇒廃棄するときの環境汚染につながる

• RoHS指令（欧州）…２００６年７月より
鉛使用禁止（環境への配慮）

• 鉛を使用しないと
ウィスカが発生

強度が落ちる

融点が上がる 等
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ウィスカ

Pbフリー化に伴う問題点 １
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ウィスカ発生の具体例

【問題点】 半田を接点として使用した場合にウイスカ発生
=回路ショート

【解決策】 フレキシブル基板端子及びコネクタ
のめっきを半田めっきから
金めっきに切替える

FPCのコネクタ部

拡大

フレキシブル基板 コネクタ端子

半田にストレスをかける
とウイスカ（錫のヒゲ）が

発生
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半田接合について

ペースト
すず・鉛
→すず・銀・銅が主流

めっき
すず・銀・銅では不可能
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Cu （銅）材

部分Ag （銀）めっき(部品毎の冶具必
要)

チップ搭載

樹脂モールド

外装はんだめっき(Pd入り)

工程

Cu材

Ag

Cu材

Sn-Pb

拡大図 拡大図

リードフレーム

Auワイヤー

ICチップ

モールド樹脂

従来工法：Ag部分〔外装半田めっき〕

Cu材

全面Niめっき

全面Auめっき（50～100Å

全面Pdめっき（0.02～0.10μｍ）

樹脂モールド

チップ搭載

工程

拡大図

Cu材

Ni

Au

Pd

PPF工法：全面Au/Pd/Niめっき
（金／パラジウム／ニッケル）
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半田シェア強度と破壊モード
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Pbフリー
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１．ウィスカの発生（回路ショート）

⇒半田めっきから金めっきへ
⇒半導体外装半田めっきのパラジウム
ＰＰＦ化

２．強度の低下
⇒金めっき液の改良
⇒ニッケル／パラジウム／金めっき
プロセスの開発

まま とと めめ




